附圖

1.系爭專利第一圖~第三圖分別為第一實施例之立體分解圖、 組合示意圖及組合剖視圖                   
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2.系爭專利第四圖~第五圖分別為為提供電子裝置容置之組合示意圖及其上蓋被延伸拉出的使用狀態圖
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3.系爭專利第六圖~第七圖分別為第二實施例與電子裝置的組合示意圖、組合剖視圖。
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4.系爭專利第八圖~第九圖分別為第三實施例與電子裝置的組合示意圖、組合剖視圖。
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5.系爭專利第十圖為第四實施例與電子裝置的立體分解圖
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附表一
	系爭專利申請專利範圍第1項   
	系爭產品

	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術內容

	1A
	一種電子裝置之保護套，用以套接包覆在一電子裝置的外表面上
	1a
	一種電子裝置之保護套，用以套接包覆在一電子裝置的外表面上

	1B
	一第一殼套（1），包含一底蓋（11）及一對應於底蓋且與其間隔設置的上蓋（12） 
	1b
	一第一殼套，包含一底蓋及一對應於底蓋且與其間隔設置的上蓋




	1C
	在該底蓋（11）與上蓋（12）之內部分別成形有供電子裝置（3）穿接的容置槽（121）
	1c
	在該底蓋與上蓋之內部分別成形有供電子裝置穿接的容置槽

	1D
	於底蓋與上蓋之間分別成形有一伸縮帶（13）、及形成有一對應於伸縮帶配置的間隔空間（14）
	1d
	於底蓋與上蓋之間分別成形有一連接帶、及形成有一對應於連接帶配置的間隔空間

	1E
	一第二殼套（2），設於第一殼套之間隔空間（14）內，該第二殼套成形有一供電子裝置穿設的穿接槽（23）
	1e
	一第二殼套，設於第一殼套之間隔空間內，該第二殼套成形有一供電子裝置容置的容置槽


附表二
	             系爭專利
	          系爭產品

	申請專利範圍
	要件編號
	技術特徵
	要件編號
	技術特徵

	2
	請求項1+2F
	請求項1之技術特徵+第一殼套為矽膠材料
	（1a~1e）+2f
	系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術特徵+第一殼套為矽膠材料

	3
	請求項1+3G
	請求項1之技術特徵+第一殼套為橡膠材料
	（1a~1e）+3g
	系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術特徵+第一殼套為矽膠材料

	5
	請求項1+5H
	請求項1之技術特徵+第二殼套為矽膠材料
	（1a~1e）+5h
	系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術特徵+第二殼套為矽膠材料

	6
	請求項1+6I
	請求項1之技術特徵+第二殼套為橡膠材料
	（1a~1e）+6i
	系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術特徵+第二殼套為矽膠材料

	7
	請求項1+7J
	請求項1之技術特徵+該第二殼套包含一筒體，所述之穿接槽係形成於筒體內部。
	（1a~1e）+7j
	系爭產品相對應系爭專利請求項1之技術特徵+該第二殼套為一弧面不規則形，所述之容置槽係形成於該形體內

	8
	請求項1+7J+8K
	請求項1+7之技術特徵+第二殼套包含一連接於筒體一側的囊袋，所述之穿接槽與囊袋內部相通，該囊袋係容設於所述之底蓋的容置槽內
	（1a~1e）+7j+8k
	系爭產品相對應系爭專利請求項1、7之技術特徵+第二殼套包含一連接於一端之弧面，所述之弧面內部與容置槽相通，該弧面係容設於所述之底蓋的容置
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